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ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ С ПОДАВЛЕНИЕМ
ГОРЕНИЯ «F32»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Удельная плотность. . . . . . . . . . . . . . . 0.95 гр/см3 мин.
Усадка продольная. . . . . . . . . . . . . . . . . . до 10% макс.
Предел прочности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 МПа мин.
Удлинение перед разрывом. . . . . . . . . . . . . 200% мин.
Температура усадки. . . . . . . . . . . . . . . +125°С…+200°С
Диапазон рабочих температур . . . . . . . +55°С…+105°С
Абсорбция воды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% макс.
Электрическая прочность . . . . . . . . . . . 20 КВ/мм мин.
Диэлектрическая постоянная. . . . . . . . . . . . . 2,5 макс.
Электрическое сопротивление . . . . . 1014 Ом/см. мин

Стандартно поставляемый цвет трубки  – черный

Наименование
До нагрева (мм) После нагрева (мм)

Внутренний
диаметр Толщина стенок Внутренний

диаметр (макс.)
Толщина стенок

(мин.)

F3221 1.3 ± 0.3 0.2 0.5 0.33

F3221.5 2.0 ± 0.3 0.2 0.75 0.36

F3222 2.5 ± 0.3 0.2 1.0 0.44

F3222.5 3.0 ± 0.3 0.2 1.0 0.44

F3223 3.5 ± 0.3 0.25 1.5 0.44

F3223.5 4.0 ± 0.3 0.25 1.75 0.44

F3224 4.5 ± 0.3 0.25 2.0 0.44

F3225 5.4 ± 0.3 0.25 2.5 0.56

F3226 6.4 ± 0.4 0.25 3.0 0.56

F3227 7.4 ± 0.4 0.25 3.5 0.56

F3228 8.4 ± 0.4 0.25 4.0 0.56

F3229 9.4 ± 0.4 0.25 4.5 0.56

F32210 10.4 ± 0.4 0.25 5.0 0.56

F32211 11.4 ± 0.4 0.25 5.5 0.56

F32212 12.4 ± 0.4 0.25 6.0 0.56

F32213 13.5 ± 0.4 0.3 6.5 0.69

F32214 14.5 ± 0.4 0.3 7.0 0.69

F32215 15.5 ± 0.5 0.3 7.5 0.69

F32216 16.8 ± 0.5 0.3 8.0 0.69

F32218 17.8 ± 0.5 0.35 9.0 0.77

F32220 21.2 ± 0.6 0.35 10.0 0.77

F32222 23.2 ± 0.6 0.4 11.0 0.77

F32225 26.1 ± 0.8 0.4 12.5 0.87

F32228 29.5 ± 1.0 0.45 14.0 0.88

F32230 32.0 ± 1.0 0.5 14.8 0.88

F32235 37.0 ± 1.0 0.5 17.1 1.04

F32238 39.3 ± 1.0 0.5 18.7 0.88

F32250 52.9 ± 2.0 0.5 25.1 0.97

Керамико+полимерный материал "Номакон2Gs" применяется для изолирования посадочных поверхностей полупровод+
никовых элементов при монтаже, а также, как диэлектрический материал в электронике, термотехнике и электротехнике.

ОСОБЕННОСТИ ТИПЫ ПОДЛОЖЕК

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• интенсивный отвод тепла от нагреваемой поверхности,
• монтаж полупроводниковых элементов без нанесения

теплопроводящего компаунда, что гарантирует чистоту 
и сокращает время сборки,

• высокая эластичность, обеспечивающая надежный
контакт в соединении полупроводник+подложка+
радиатор,

• снижение себестоимости за счет уменьшения трудо+
емкости сборки и замены  дорогостоящей керамики,

• экологическая чистота.

• удельное объемное сопротивление 1014 Ом×см
• теплопроводность 1 + 2  Вт/(м×К)
• пробивное напряжение 3,0 кВ
• тангенс угла потерь (при 1000 Гц) (4 + 4,5)10+3

• рабочая температура  от +60 до +260 °С

ПОСТАВКА
• листами 220×140, 140×135 мм толщиной 0,22 мм.
• в виде готовых подложек под стандартные и

нестандартные корпуса.
• по желанию заказчика возможно изготовление

подложек требуемой формы, размера и толщины.
• оптовые, мелкооптовые цены.

• обеспечивают изоляцию полупроводниковых приборов 
от корпуса радиатора при креплении винтами,

• материал + полипропилен,
• внутренний диаметр + 2,5 мм, 3 мм.

Тип корпуса
транзистора

Тип
подложки

ТО3 1A4229

ТО66 1A3521

ТО126
2A1310
2A1209

ТО220 2A1813

ТО218, 247 2A2318

н/с 2A2116

н/с 2A1510

н/с 2A3025

н/с 2A2221

н/с 2A4223

н/с 2A1261

н/с 2A1651

н/с + нестандартный

ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВТУЛКИ

ВТУЛКИ

ПОДЛОЖКА 1А4229

1А3521

3A1261

2A2318

2A1813

2A1310

ТУ РБ 14576608.003296

ТЕПЛОПРОВОДЯЩИЕ 
ПОДЛОЖКИ

6.3 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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